
 Service Source

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Mac Pro (8x)

2007 年 4 月 5 日 



ii

Mac Pro (8x)

目次

基本
概要   6

Mac Pro (8x) の識別   7
シリアル番号の場所  7
GSX の部品  8

特別な取り扱いの説明   9
取り扱い手順  9
安全策および応急処置のガイドライン  10
廃棄手順  11

分解
一般情報   13
向き  13
ツール  13
Mac Pro と Mac Pro (8x) との相違点   13

コンピュータ本体を開く   15

ハードドライブ   17

光学式ドライブキャリアと光学式ドライブ   20

メモリ (FB-DIMMs) とメモリライザーカード   24

グラフィックカード （PCI Express）  28

電源ユニット   33

電源ユニットファン   37

AirPort Extreme カード   42

Bluetooth カード   45

バッテリー   47

プロセッサのヒートシンクカバー   49



iii

フロントファンアセンブリ   52

背面ファン付きメモリケージ   57

プロセッサヒートシンク   62

プロセッサ   71

スピーカーアセンブリ   76

USB ケーブル   79

ロジックボード   81

フロントパネルボード   89

電源ボタン   93

AirMac アンテナボード (ケーブル付き )  97

光学式ドライブの電源ケーブル   101

光学式ドライブのデータ (リボン ) ケーブル   104

アンビエントボード   106

アンビエントボードのケーブル   108

Bluetooth アンテナボードとケーブル   110

ハードドライブのケーブルハーネス   113

ハードドライブの温度センサーケーブル   115

ハードドライブの温度センサー   117

電源ケーブルハーネス   120

トラブルシューティング
一般情報   126
メモリ  126
PCI Express カード  127
内蔵ケーブル対応表  127
温度調整のキャリブレーション  129
ロジックボードのリセット  130
パワー・オン・セルフ・テスト：RAM とプロセッサの検査  131
診断 LED  132
電源の検査   137
Mac Pro のファームウェアの更新  137
プロセッサヒートシンクとプロセッサの目視検査手順  139



iv

症状別チャート   142
症状別チャートの使い方   142
起動時の故障   142
ファン   145
AirMac Extreme カード  146
Bluetooth カード  147
その他の故障   147

アップグレード
AirPort Extreme カード   151

Bluetooth Card   154

グラフィックカード（PCI Express）  156

図
分解図   161

外観図   163

ネジマトリックス   165



 Service Source

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

基本
Mac Pro (8x)



Mac Pro (8x) 基本  �

概要

Mac Pro (8x) は、Mac Pro を原型としたハイエンド構成モデルであり、同じフォームファクタを
共有しています。ただし、Mac Pro (8x) は、2 基のクアッドコア Intel Xeon プロセッサを搭載し
ているため、事実上 8 基のプロセッサがあるコンピュータとして機能します。
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Mac Pro (8x) の識別

Mac Pro (8x) コンピュータを識別するには、コンピュータの背面パネルのビデオポートのすぐ下
にある構成ラベルを確認します。次のように、構成ラベルの 2 つの番号によって Mac Pro (8x) 
であることが識別できます。
ラベルの 1 行目に、「2138」という EMC 番号が記載されています。
2 行目の構成の記述には、「3.0_8cx」という文字が含まれています。

シリアル番号の場所
Mac Pro (8x) のシリアル番号は、構成ラベルの構成の記述のすぐ下にあります。

•
•
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GSX の部品
Mac Pro (8x) は、Mac Pro を原型とした製品構成になっているため、Mac Pro (8x) のシリアル
番号は Mac Pro のシリアル番号と区分されていません。また、GSX には、独立した Mac Pro (8x) 
製品のプルダウンリストもありません。

コンピュータのシリアル番号を使って GSX で Mac Pro (8x) の部品を探すときは、Mac Pro と 
Mac Pro (8x) の両方の部品のリストが表示されるので注意してください。Mac Pro (8x) に固
有の部品には、部品の記述の最後に「8x」と記載されています。記述に「8x」と記載されて
いない部品は、a) Mac Pro に固有の部品であるか、b) Mac Pro と Mac Pro (8x) の両方で使
われる部品です。特定の部品が Mac Pro (8x) で使用可能であることを確認するには、GSX の
「Notes」フィールドにその部品があることを確認するか、「Views」の章で「Exploded View」
を参照します。
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特別な取り扱いの説明

Mac Pro (8x) では、コンピュータの温度を管理するためにプロセッサヒートシンクとプロセッサ
に特殊なコーティングが用いられています。この物質を適切に取り扱い、処分するには、次の
説明をお読みください。

取り扱い手順
Mac Pro (8x) のプロセッサヒートシンクおよびプロセッサを取り扱うときは、次のガイドラインに
従ってください。

一般
プロセッサヒートシンクおよびプロセッサを取り扱うときは、使い捨てのニトリル手袋または
ラテックス手袋を着用します。
ヒートシンクの底面やプロセッサの上面の銀色のコーティングに手を触れないようにします。
ヒートシンクをコンピュータから取り外すときは、慎重に行います。できるだけ、ヒートシン
クをプロセッサからまっすぐ上に持ち上げます。 
プロセッサをロジックボードから取り外すときは、慎重に行います。プロセッサホルダの前
にあるノッチに指またはマイナスドライバーを入れて、プロセッサをプロセッサホルダから持
ち上げます。プロセッサは端だけを持つようにしてください。
交換用のヒートシンクまたはプロセッサを取り付けるとき、新しいヒートシンクまたはプロセッ
サから保護カバーを取り外します。このカバーは、不良品としてアップルに返却するヒート
シンクまたはプロセッサに梱包するときに取り付けてください。

時間
ヒートシンクやプロセッサの取り外しまたは交換を行うときは、ヒートシンクをプロセッサか
ら分離した状態が 15 分を超えないようにします。ヒートシンクおよびプロセッサの銀色の
コーティングは、空気にさらされると劣化します。さらされている時間が 15 分を超えると、
コンピュータが損傷したり、複数の部品の追加修理が必要になることがあります。新しい
部品が到着するまでは、コンピュータを組み立て直しておきます。
新しいロジックボードを取り付けるときは、ヒートシンクやプロセッサを新しいボードに移す
作業を慎重に行います。ヒートシンクおよびプロセッサをボードから分離したり、ヒートシン
クとプロセッサを分離したりする状態が 15 分を超えないようにしてください。新しいロジック
ボードが到着するまでは、コンピュータを組み立て直しておきます。

目視検査
新しいプロセッサやヒートシンクをコンピュータに取り付ける前に、必ず、それの目視検査
を行います。 
新しいロジックボードに既存のプロセッサおよびヒートシンクを取り付ける前に、必ず、そ
の両方の目視検査を行います。 
詳しくは、「Troubleshooting」の章の「プロセッサヒートシンクとプロセッサの目視検査手順」
を参照してください。

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Krytox サーマルグリース
ヒートシンクとプロセッサとが正しく密着するようにするため、Krytox グリースがヒートシン
クの底面のガスケットに塗布されています。交換用のヒートシンクには、このグリスはすでに
塗布されています。 
Krytox グリースをヒートシンクに塗り直すときは、次のガイドラインに従ってください (グ
リスの塗り方や拭き取り方の詳細な手順については、「Take Apart」の章の「Processor 
Heatsinks」を参照してください )。
ほとんどの場合、新しいプロセッサを取り付けたり、プロセッサやヒートシンクを交換用
のロジックボードに移し替えたりするときに、Krytox グリースを塗り直す必要はありませ
ん。 
新しいヒートシンクを取り付ける場合は、残っているグリースをプロセッサの外縁から取
り除きます。ヒートシンクには充分な量のグリースが塗られているため、ヒートシンクや
プロセッサに新しいグリースを塗らないでください。

詳しくは、「Take Apart」の章の「Processor Heatsinks」および「Processors」を参照してください。

安全策および応急処置のガイドライン
ここでは、プロセッサのヒートシンクおよびプロセッサのコーティングや、プロセッサのヒートシン
クをプロセッサに密着させるために使われている Krytox グリースが露出しているときの安全の確
保と応急処置の概要を説明します。詳しくは、交換用の部品に付属する化学物質安全性デー
タシート (MSDS) を参照してください。

安全策
目に入らないようにします。

肌に触れないようにします。

取り扱い後はよく洗います。

化学物質で汚染される可能性がある場所では、食べ物、飲み物、タバコを貯蔵または摂
取しないでください。

応急処置
眼に入った場合： 充分な量の水ですぐに洗い流します。コンタクトレンズを装着している場
合は、最初に洗い流してから、コンタクトレンズを外して 15 分間洗い流し続けます。刺激
が収まらない場合は、医師に眼を診察してもらいます。

肌に触れた場合： 石鹸を使って、流水で肌を洗います。痛みや刺激がある場合は、15 
分間洗い流してください。汚れた衣服は、脱いで洗濯します。刺激や炎症がある場合は、
医師の治療を受けます。

吸い込んだ場合： 屋外に移動させます。呼吸していない場合は、人工呼吸を行います。
呼吸が困難な場合は、酸素を吸入させます。医師を呼んでください。

飲み込んだ場合： 無理に吐かせないでください。飲み込んでしまった人には、すぐに水を 
2 杯飲ませてください。意識のない人、発作を起こしている人、飲み込むことができない人
には、絶対に何も飲ませないでください。医師を呼んでください。

•

•

-

-
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廃棄手順
プロセッサのヒートシンクまたはプロセッサの取り外しや交換に使った使い捨ての物品は、いず
れも交換用のモジュールに付属する再封可能なビニール袋に入れます (使い捨ての物品には、
保護手袋、アルコールワイプ、けば立たないクリーニング用の布、Krytox グリースやシリンジ、ヒー
トシンクのガスケットなどが含まれます )。交換用のモジュールが入っていた箱に、この袋と故障
したモジュールを梱包して、アップルに返却します。
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一般情報

向き
一般に、分解作業の手順では部品を着脱する前にコンピュータを横向きに置くことが推奨され
ます。アップルは、正常に動作させるために、本体を直立にさせて動作させることを推奨します。
コンピュータを横倒しにし、アクセスパネルを下向きにした状態では絶対に動作させないでくだ
さい。

ツール
システム構成全般の修理には次のツールが必要です。
柄が長く先端が磁化されたプラスドライバー (1 番 )
柄が長く先端が磁化されたフラットヘッドの 3 mm 六角レンチドライバー
先端が磁化された 2.5 mm の六角レンチ
マイナスドライバー
先端が磁化された精密プラスドライバー (1 番 ) 
先端が磁化された精密プラスドライバー (0 番 )
精密マイナスドライバー
先細ラジオペンチ
はさみまたはワイヤーカッター
Xacto ナイフ
ナイロン製プローブツール (ブラックスティック )
テープ (ケーブルが邪魔にならないように一時的に押さえておくため )
小さな鏡 (筐体内部の小さな基盤を見るため )
柔らかい布 (筐体を傷付けないようにするため )

Mac Pro と Mac Pro (8x) との相違点 
ここでは、以前の Mac Pro の構成と比較したときの Mac Pro (8x) の分解手順の相違点を説明
します (詳しくは、各部品の詳細な手順を参照してください )。

電源ユニット

電源ユニットのケーブルは、光学式ドライブベイの後ろにあるカバーの下にあります。この変更
により、ケーブルコネクタに手が届きやすくなり、電源ユニットの取り外しが簡単になっています。

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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電源ユニットファン

電源ユニットを完全に取り外す作業は、電源ユニットファンを取り外すための準備段階の手順で
す。電源ユニットを取り外す手順が簡単になったため、電源ユニットファンを取り外すのも簡単
になっています。

プロセッサのヒートシンクカバー

ヒートシンクカバーを取り外すときに、メモリケージのネジを外し、メモリケージをコンピュータ
の背面に向かってスライドさせてスペースを空ける必要はなくなりました。ヒートシンクカバーは、
タブと磁石で固定されているため、ツールを使わなくても簡単に外れます。

フロントファンアセンブリ

フロントファンアセンブリは、2 つのネジで固定されています。1 つはアセンブリをロジックボード
に装着するためのアセンブリ上部背面にあるネジで、もう 1 つはアセンブリ下部前面にある新し
いネジです。これらのネジを取り外すと、簡単にフロントファンアセンブリを持ち上げて筐体から
取り出すことができます。

背面ファン付きメモリケージ

メモリケージを取り外す前に取り外さなければならない部品は、上部と下部のメモリカード、ス
ロット 1 に装着されている PCI Express カード、プロセッサのヒートシンクカバーだけです。背
面ファンはケージに収容されているため、ケージとファンの取り外しが簡単です。さらに、背面ファ
ンはメモリケージから取り外すことができるため、別個に注文可能な部品になっています。

プロセッサのヒートシンクおよびプロセッサ

コンピュータの温度管理に役立つ特殊コーティングが、ヒートシンクの底面とプロセッサの上面
に施されています。このため、ヒートシンクとプロセッサを取り扱うときには、いくつかの新しい
ガイドラインに従う必要があります。 

ロジックボード

ロジックボードは、11 個のネジで筐体に固定されています。以前の Mac Pro の構成では 8 個
のネジが使われていました。

Bluetooth アンテナのボードとケーブル

Bluetooth アンテナボードケーブルはロジックボードの下部を通っているため、アンテナのボード
とケーブルを取り外す前に、ロジックボードを取り外す必要があります。

筐体を交換する必要のある部品
以下の部品は、別個に注文することができません。交換するには、必ず筐体ごと交換してください。
メディアシェルフ
背面パネルのラッチ

•
•
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コンピュータ本体を開く

ツール
この手順に必要なツールはありません。

準備手順
コンピュータを終了します。 
警告： 内部のコンポーネントまたは取り付けるコンポーネントの損傷を防ぐため、コンピュー
タを開ける前に必ずシステムを終了してください。コンピュータの電源がオンになっている場
合は、コンピュータを開けたり、部品を取り付けようとしたりしないでください。 

コンピュータ内部のコンポーネントを放熱させるため、5 ～ 10 分待ちます。 
警告： システム終了後は内部のコンポーネントが非常に熱くなっていることがあります。コ
ンピュータの温度が下がってから、作業を続けてください。

コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

静電気を除去するため、コンピュータ背面にある PCI アクセスカバーの金属部分に触れま
す。 
重要： コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電
気を放電してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じるま
では部屋の中を歩き回らないでください。

電源コードを抜きます。 
警告： コンピュータ内部のコンポーネントや取り付けたいコンポーネントの損傷を防ぐため、
分解作業の手順に入る前に必ず電源コードを抜いておいてください。 

静電気放電リストストラップを着用します。

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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手順
側面のアクセスパネルを押さえたまま、背面にあるラッチを持ち上げます。  
警告： アクセスパネルや筐体の端部は鋭くなっている場合があります。取り扱いには十分
注意してください。

アクセスパネルを取り外し、柔らかく清潔な布で覆われた平らな台の上に置きます。 
部品交換の注意： アクセスパネルを元に戻す前に、ラッチが上向きになっていることを確
認してください。ラッチが下向きになっていると、アクセスパネルは筐体に正しくはまりません。

1.

2.
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ハードドライブ

Mac Pro (8x) コンピュータでは、4 つの内部ハードドライブベイに 3 Gbps のシリアル ATA 
(SATA) ハードドライブを 4 台取り付けることができます。通常の構成では、単一のハードドラ
イブを一番左側のベイである SFlb (ベイ 1) に取り付けます。 

ハードドライブは以下の技術仕様を満たしている必要があります。
種類： SATA 3 Gbps
幅： 3.9 インチ (102 mm)
奥行き： 5.7 インチ (147 mm)
高さ： 1.0 インチ

ツール
この手順は、#1 プラスドライバーがあればできます。

準備手順
作業を開始する前に、コンピュータを開き、作業する側を上向きにして横にします。

重要： 背面パネルのラッチが上向きになっていることを確認します。ラッチが下向きの場合、ハー
ドドライブとキャリアは所定の位置にロックされているため取り外せません。

•
•
•
•



Mac Pro (8x) 分解 ̶ ハードドライブ  18

部品の位置

手順
背面パネルのラッチが上向きで、ドライブとキャリアのロックが解除されていることを確認し
ます。

ドライブベイからハードドライブを引き出します。 

1.

2.
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ハードドライブを新しいドライブに交換する場合、ドライブをキャリアに固定している 4 つの
ネジを取り外し、キャリアに新しいドライブを固定します。 
重要： ドライブは側面を持ちます。ドライブ下部にある回路基盤に触れないよう注意してく
ださい。 

部品交換の注意： キャリアおよびドライブをガイドに沿ってスライドさせ、カチッという音がする
までドライブベイに押し込みます。

注意： 新しい (交換用の ) ドライブを取り付ける場合、以下の手順でフォーマットします。

ディスクユーティリティを開き、左側のリストからドライブを選択します。 
注意：  プライマリドライブをフォーマットする場合は、インストールディスクのディスクユーティ
リティプログラムを使います。

「パーティション」タブをクリックします。

起動可能なドライブの場合、「オプション」をクリックし GUID が選択されていることを確認
します。

「パーティション」ボタンをクリックして変更を適用します。

3.

1.

2.

3.

4.
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